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duktionsspulen-Chips 22 und 23 sind nebeneinander ange-
ordnet. Sowohl der erste als auch der zweite Induktionsspu-
len-Chip 22 und 23 haben eine Polaritat. Der erste und der
zweite Induktionsspulen-Chip 22 und 23 sind so angeordnet,
dass ihre Polaritdten — vom Empfangsfilter 16 aus betrachtet
— einander entgegengesetzt sind.
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hoch-
frequenzmodul und insbesondere ein Hochfrequenz-
modul, in dem mindestens ein Wellenteilerchip und
mehrere Chip-Induktionsspulen auf einer Montage-
platte montiert sind.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Bisher ist ein Hochfrequenzmodul, in dem ein
Filterbauelement und Chip-Komponenten auf einer
Montageplatte montiert sind, flr Mobiltelefone und
usw. verwendet worden. Zum Beispiel offenbart das
folgende Patentdokument 1 ein Hochfrequenzmodul,
in dem mehrere Filter-Chips fiir elastische Wellen und
mehrere Chip-Induktionsspulen auf einer Montage-
platte montiert sind.

ZITIERUNGSLISTE

Patentdokument
[0003]
Patentdokument 1: Publikation
WO 2008/023510 A1

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Technisches Problem

[0004] Heutzutage werden mobile Kommunikations-
gerate, wie zum Beispiel Mobiltelefone, immer klei-
ner, wahrend ihr Funktionsumfang zunimmt. Gleich-
zeitig besteht Bedarf an der Verkleinerung eines
Hochfrequenzmoduls, das in einem mobilen Kommu-
nikationsgerat montiert ist. Eine wirkungsvolle MaR-
nahme zum Verkleinern eines Hochfrequenzmoduls
ware, die Komponenten des Hochfrequenzmoduls
mit einer hohen Dichte auf einer Montageplatte zu
montieren. In diesem Fall ist es jedoch wahrschein-
lich, dass sich die Komponenten, die mit einer hohen
Dichte auf einer Montageplatte montiert sind, gegen-
seitig behindern, wodurch sich die Eigenschaften des
Hochfrequenzmoduls verschlechtern kénnen.

[0005] Insbesondere kann sich in einem Hochfre-
quenzmodul, das ein Ubertragungsfilter und ein
Empfangsfilter, das eine Symmetrie-Asymmetrie-
Umwandlungsfunktion aufweist, enthalt, wenn Chip-
Induktionsspulen, die mit einem ersten und einem
zweiten symmetrischen Signalanschluss des Emp-
fangsfilters verbunden sind, nebeneinander angeord-
net sind, die Isolierung aufgrund der Wechselwirkung
der Chip-Induktionsspulen verschlechtern.

[0006] Dementsprechend ist es schwierig, ein Hoch-
frequenzmodul hinreichend zu verkleinern.
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[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt das oben
dargelegte Problem zugrunde.

[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Hochfrequenzmodul zu verkleinern, in dem
ein Wellenteilerchip und mehrere Chip-Induktions-
spulen auf einer Montageplatte montiert sind.

Lésung des Problems

[0009] Ein Hochfrequenzmodul gemaR der vorlie-
genden Erfindung enthédlt einen antennenseitigen
Anschluss, der mit einem Antennenanschluss ver-
bunden ist, einen Sendesignalanschluss, einen ers-
ten und einen zweiten empfangssymmetrischen Si-
gnalanschluss, ein Ubertragungsfilter, ein Empfangs-
fiter und mehrere Induktionsspulen. Das Ubertra-
gungsfilter ist zwischen dem Antennenanschluss und
dem Sendesignalanschluss verbunden. Das Emp-
fangsfilter ist zwischen dem Antennenanschluss und
dem ersten und dem zweiten empfangssymmetri-
schen Signalanschluss verbunden. Das Empfangs-
filter hat eine Symmetrie-Asymmetrie-Umwandlungs-
funktion. Die mehreren Induktionsspulen sind zwi-
schen dem Empfangsfilter und dem ersten und dem
zweiten empfangssymmetrischen Signalanschluss
verbunden. Das Hochfrequenzmodul gemaf der vor-
liegenden Erfindung enthalt eine Montageplatte, ei-
nen Wellenteilerchip und mehrere Induktionsspulen-
Chips. Der Wellenteilerchip ist auf einer Hauptflache
der Montageplatte montiert. Der Wellenteilerchip ent-
halt das Ubertragungsfilter und das Empfangsfilter.
Die mehreren Induktionsspulen-Chips sind auf einer
Hauptflache der Montageplatte montiert. Die mehre-
ren Induktionsspulen-Chips enthalten die Induktions-
spulen. Unter den mehreren Induktionsspulen-Chips
haben zwei Induktionsspulen-Chips, die nebeneinan-
der angeordnet sind, jeweils eine Polaritat und sind
so angeordnet, dass Richtungen der Polaritdten —
vom Empfangsfilter aus betrachtet — einander entge-
gengesetzt sind.

[0010] Gemal einem konkreten Aspekt des Hoch-
frequenzmoduls der vorliegenden Erfindung kann
das Hochfrequenzmodul des Weiteren Folgendes
enthalten: einen ersten Induktionsspulen-Chip, der
eine erste Induktionsspule enthalt, die zwischen dem
Empfangsfilter und dem ersten empfangssymme-
trischen Signalanschluss verbunden ist; und einen
zweiten Induktionsspulen-Chip, der eine zweite In-
duktionsspule enthélt, die zwischen dem Empfangs-
filter und dem zweiten empfangssymmetrischen Si-
gnalanschluss verbunden ist. Der erste und der zwei-
te Induktionsspulen-Chip kénnen nebeneinander an-
geordnet sein.

[0011] Gemal einem anderen konkreten Aspekt
des Hochfrequenzmoduls der vorliegenden Erfin-
dung kann das Hochfrequenzmodul des Weiteren
Folgendes enthalten: einen ersten Induktionsspulen-
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Chip, der eine erste Induktionsspule enthalt, die zwi-
schen dem Empfangsfilter und dem ersten emp-
fangssymmetrischen Signalanschluss verbunden ist;
einen zweiten Induktionsspulen-Chip, der eine zwei-
te Induktionsspule enthalt, die zwischen dem Emp-
fangsfilter und dem zweiten empfangssymmetrischen
Signalanschluss verbunden ist; und einen dritten In-
duktionsspulen-Chip, der eine dritte Induktionsspule
enthalt, die zwischen einem Knoten zwischen der ers-
ten Induktionsspule und dem Empfangsfilter und ei-
nem Knoten zwischen der zweiten Induktionsspule
und dem Empfangsfilter verbunden ist. Der erste und
der dritte Induktionsspulen-Chip kénnen nebeneinan-
der angeordnet sein, und der zweite und der dritte
Induktionsspulen-Chip kbnnen nebeneinander ange-
ordnet sein.

[0012] GemalR einem anderen konkreten Aspekt
des Hochfrequenzmoduls der vorliegenden Erfin-
dung kann der dritte Induktionsspulen-Chip so ange-
ordnet sein, dass — vom Empfangsfilter aus betrachtet
— eine Richtung einer Polaritat des dritten Induktions-
spulen-Chips einer Richtung einer Polaritat des ers-
ten Induktionsspulen-Chips und einer Richtung einer
Polaritat des zweiten Induktionsspulen-Chips entge-
gengesetzt ist.

[0013] GemalR einem anderen konkreten Aspekt
des Hochfrequenzmoduls der vorliegenden Erfin-
dung kann der dritte Induktionsspulen-Chip zwischen
dem ersten Induktionsspulen-Chip und dem zweiten
Induktionsspulen-Chip angeordnet sein.

[0014] GemalR einem anderen konkreten Aspekt
des Hochfrequenzmoduls der vorliegenden Erfin-
dung kann das Empfangsfilter ein langsgekoppeltes
Filter fur elastische Wellen vom Resonatortyp sein.

Effekte der Erfindung

[0015] Gemal der vorliegenden Erfindung ist es
mdglich, ein Hochfrequenzmodul zu verkleinern, in
dem ein Wellenteilerchip und mehrere Chip-Indukti-
onsspulen auf einer Montageplatte montiert sind.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Fig. 1 ist ein vereinfachtes Schaltbild eines
Hochfrequenzmoduls gemaR einer ersten Ausfih-
rungsform.

[0017] Fig. 2 ist eine vereinfachte Grundrissansicht
des Hochfrequenzmoduls gemaR der ersten Ausfiih-
rungsform.

[0018] Fig. 3 ist eine schematische perspektivische
Ansicht eines Induktionsspulen-Chips.
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[0019] Fig. 4 ist eine vereinfachte Grundrissan-
sicht eines Hochfrequenzmoduls gemaf einem ers-
ten Vergleichsbeispiel.

[0020] Fig. 5 ist eine vereinfachte Grundrissansicht
eines Hochfrequenzmoduls gemal einer zweiten
Ausfuhrungsform.

[0021] Fig. 6 ist ein Kurvendiagramm, das differen-
zielle Isoliereigenschaften bezuglich einer differenzi-
ellen Isolierung von einem Sendesignalanschluss zu
Empfangssignalanschliissen eines ersten Beispiels
und jener einer zweiten Vergleichsbeispiels veran-
schaulicht.

BESCHREIBUNG VON AUSFUHRUNGSFORMEN

[0022] Eine bevorzugte Ausfiihrungsform der vorlie-
genden Erfindung wird unten beschrieben. Jedoch ist
die folgende Ausflihrungsform nur ein Beispiel, und
die vorliegende Erfindung ist in keiner Weise auf die
folgende Ausfiihrungsform beschrankt.

(Erste Ausfuhrungsform)

[0023] Fig. 1 ist ein vereinfachtes Schaltbild eines
Hochfrequenzmoduls gemal einer ersten Ausfih-
rungsform. Es wird zuerst die Schaltkreiskonfigurati-
on eines Hochfrequenzmoduls 1 dieser Ausfiihrungs-
form mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben.

[0024] Das Hochfrequenzmodul 1 enthalt einen an-
tennenseitigen Anschluss 11, der mit einem Anten-
nenanschluss verbunden ist, einen Sendesignalan-
schluss 12 und einen ersten und einen zweiten emp-
fangssymmetrischen Signalanschluss 13a und 13b.

[0025] Ein Ubertragungsfilter 15 ist zwischen dem
antennenseitigen Anschluss 11 und dem Sendesi-
gnalanschluss 12 verbunden. In dieser Ausfiihrungs-
form wird das Ubertragungsfilter 15 durch ein soge-
nanntes Abzweidfilter fir elastische Wellen gebildet.
Induktionsspulen L5 und L6 sind zwischen dem Ab-
zweidfilter fur elastische Wellen und einem Erdungs-
potenzial angeordnet. Diese Induktionsspulen L5 und
L6 werden durch Verdrahtungen gebildet, die inner-
halb eines Bausteins eines Duplexer-Chips 21 ange-
ordnet sind, worauf weiter unten noch eingegangen
wird.

[0026] Ein Empfangsfilter 16 ist zwischen dem
antennenseitigen Anschluss 11 und dem ersten
und dem zweiten empfangssymmetrischen Signalan-
schluss 13a und 13b verbunden. Das Empfangsfil-
ter 16 ist ein symmetrisches Filter flr elastische Wel-
len mit einer Symmetrie-Asymmetrie-Umwandlungs-
funktion. Genauer gesagt, ist das Empfangsfilter 16
in dieser Ausfiihrungsform ein langsgekoppeltes Fil-
ter fur elastische Wellen vom Resonatortyp. Im Sinne
der vorliegenden Erfindung gehoéren zu ,elastischen
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Wellen” Oberflachenschallwellen, Grenzschallwellen
und Volumenschallwellen.

[0027] Eine Induktionsspule L4 ist zwischen einem
Erdungspotenzial und einem Knoten zwischen dem
antennenseitigen Anschluss 11 und einem Knoten
zwischen dem Ubertragungsfilter 15 und dem Emp-
fangsfilter 16 verbunden.

[0028] Eine erste Induktionsspule L1 ist zwischen ei-
nem ersten symmetrischen Signalanschluss 16a des
Empfangsfilters 16 und dem ersten empfangssym-
metrischen Signalanschluss 13a verbunden. Eine
zweite Induktionsspule L2 ist zwischen einem zwei-
ten symmetrischen Signalanschluss 16b des Emp-
fangsfilters 16 und dem zweiten empfangssymmetri-
schen Signalanschluss 13b verbunden. Eine Induk-
tionsspule L3 ist zwischen einem Knoten zwischen
dem ersten symmetrischen Signalanschluss 16a und
der ersten Induktionsspule L1 und einem Knoten zwi-
schen dem zweiten symmetrischen Signalanschluss
16b und der zweiten Induktionsspule L2 verbunden.
Diese Induktionsspulen L1 bis L3 sind Bauelemente
zum Ausfiihren eines Impedanzabgleichs zum Bei-
spiel mit RFICs, die mit dem ersten und dem zweiten
empfangssymmetrischen Signalanschluss 13a und
13b verbunden werden.

[0029] Fig. 2 ist eine vereinfachte Grundrissansicht
des Hochfrequenzmoduls gemaR der ersten Ausfiih-
rungsform. Eine konkrete Konfiguration des Hochfre-
quenzmoduls 1 dieser Ausfiihrungsform wird nun un-
ten mit Bezug auf Fig. 2 besprochen.

[0030] Das Hochfrequenzmodul 1 enthalt eine Mon-
tageplatte 20. Auf der Vorderseite der Montageplat-
te 20 sind ein Duplexer-Chip 21, der als ein Wellen-
teilerchip dient, und mehrere Induktionsspulen-Chips
22 bis 25 montiert. Der Duplexer-Chip 21 ist mit An-
schlusselektroden, die auf der Rickseite der Monta-
geplatte angeordnet sind, Uber Verdrahtungen, wie
zum Beispiel Elektroden, die auf der Vorderseite der
Montageplatte 20 angeordnet sind, und Durchkon-
taktlécher, die nicht gezeigt sind und die innerhalb der
Montageplatte 20 angeordnet sind, verbunden.

[0031] Der Duplexer-Chip 21 enthalt das Ubertra-
gungsfilter 15 und das Empfangsfilter 16. Der Induk-
tionsspulen-Chip 22 enthalt die Induktionsspule L1.
Der Induktionsspulen-Chip 23 enthalt die Induktions-
spule L2. Der Induktionsspulen-Chip 24 enthalt die In-
duktionsspule L3. Der Induktionsspulen-Chip 25 ent-
hélt die Induktionsspule L4.

[0032] Die Induktionsspulen-Chips 22 und 23 sind
nebeneinander angeordnet. Das heil’t, es befindet
sich kein anderes Bauelement zwischen den Induk-
tionsspulen-Chips 22 und 23. Die Induktionsspulen-
Chips 22 und 23 sind parallel zueinander angeordnet.
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[0033] In dieser Ausfliihrungsform werden die Induk-
tionsspulen-Chips 22 und 23 jeweils durch einen In-
duktionsspulen-Chip 30 gebildet, der in Fig. 3 gezeigt
ist. Der Induktionsspulen-Chip 30 ist ein Induktions-
spulen-Chip mit einer Polaritat.

[0034] Ein ,Induktionsspulen-Chip mit einer Pola-
ritat” meint einen Induktionsspulen-Chip, bei dem
sich, wenn die Montagerichtung des Induktionsspu-
len-Chips geéndert wird, die Richtung eines von
der Induktionsspule erzeugten Magnetfeldes andert.
Zum Beispiel enthalt der Induktionsspulen-Chip 30 ei-
ne innere Elektrode 32, die schraubenférmig entge-
gen dem Uhrzeigersinn um eine Achse gewickelt ist,
die sich in der z-Richtung senkrecht zur Montagefla-
che der Montageplatte 20 erstreckt. Das Basisende
der inneren Elektrode 32 ist mit einer ersten dufleren
Elektrode 33 verbunden, die von der Montageplatte
weiter entfernt positioniert ist, wahrend das vordere
Ende der inneren Elektrode 32 mit einer zweiten au-
Reren Elektrode 34 verbunden ist, die naher an der
Montageplatte positioniert ist. Des Weiteren ist — um
die dulRere Elektrode am Basisende von der dulReren
Elektrode am vorderen Ende zu unterscheiden — eine
Identifikationsmarke 31 auf der ersten dulReren Elek-
trode 33 angeordnet.

[0035] In dem Induktionsspulen-Chip 30, der eine
Polaritat aufweist, andert sich die Richtung eines in
dem Induktionsspulen-Chip 30 erzeugten Magnet-
flusses in Abhangigkeit davon, ob ein Signal von der
ersten dufReren Elektrode 33 oder von der zweiten
aulleren Elektrode 34 angelegt wird.

[0036] In dieser Ausflihrungsform sind die Indukti-
onsspulen-Chips 22 und 23 so angeordnet, dass,
wenn ein Signal an eine der Induktionsspulen L1 und
L2 angelegt wird, eine induzierte elektromotorische
Kraft in einer Richtung, die der Richtung dieses Si-
gnals entgegengesetzt ist, in der anderen der Induk-
tionsspulen L2 und L1 erzeugt wird. Das heilt, die In-
duktionsspulen-Chips 22 und 23 sind so angeordnet,
dass die Richtungen der Polaritdten der Induktions-
spulen-Chips 22 und 23 — vom Empfangsfilter 16 aus
betrachtet — einander entgegengesetzt werden. Ge-
nauer gesagt, ist die erste auRere Elektrode 33 eines
der Induktionsspulen-Chips 22 und 23 mit der Seite
des Empfangsfilters 16 verbunden, wahrend die ers-
te dullere Elektrode 33 des anderen der Induktions-
spulen-Chips 23 und 22 mit der Seite gegeniber dem
Empfangsfilter 16 verbunden ist.

[0037] Mit dieser Anordnung werden in dem Hoch-
frequenzmodul 1 dieser Ausfihrungsform ausrei-
chende Isoliereigenschaften implementiert. Dieser
Vorteil wird weiter unten ausfihrlicher besprochen.

[0038] Zum Beispiel wandert manchmal ein Sende-
signal aus dem Ubertragungsfilter 15 zu dem Emp-
fangsfilter 16 ab. Das Abwandern eines unerwiinsch-
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ten Signals verschlechtert die Isoliereigenschaften. In
diesem Fall verschlechtern sich — da die Leistung des
unerwinschten Signals hoher ist — die Isoliereigen-
schaften noch deutlicher, und wenn die Leistung des
unerwinschten Signals gering ist, so verschlechtern
sich die Isoliereigenschaften nicht erheblich.

[0039] Zum Beispiel kdbnnen, wie durch ein in Fig. 4
gezeigtes erstes Vergleichsbeispiel angedeutet, die
Induktionsspulen-Chips 122 und 123 so angeordnet
sein, dass die Polaritaten der Induktionsspulen-Chips
122 und 123 - vom Empfangsfilter aus betrachtet —
die gleichen sind. In diesem Fall jedoch wird, wenn
ein unerwinschtes Signal durch den Induktionsspu-
len-Chip 122 flielt, aufgrund eines in dem Induk-
tionsspulen-Chip 122 erzeugten Magnetflusses ei-
ne induzierte elektromotorische Kraft in derselben
Richtung wie die des unerwiinschten Signals in dem
Induktionsspulen-Chip 123 erzeugt. Gleichermalen
wird, wenn ein unerwiinschtes Signal durch den In-
duktionsspulen-Chip 123 flieRt, aufgrund eines in
dem Induktionsspulen-Chip 123 erzeugten Magnet-
flusses eine induzierte elektromotorische Kraft in der-
selben Richtung wie die des unerwiinschten Signals
in dem Induktionsspulen-Chip 122 erzeugt. Dement-
sprechend wird aufgrund der induzierten elektromo-
torischen Kraft die Leistung des unerwiinschten Si-
gnals erhdéht. Wenn also die Induktionsspulen-Chips
122 und 123 nahe beieinander angeordnet sind, so
verschlechtern sich die Isoliereigenschaften signifi-
kant, wodurch es unmoéglich wird, die Induktionsspu-
len-Chips 122 und 123 nahe beieinander anzuord-
nen. Infolge dessen ist es schwierig, ein Hochfre-
quenzmodul zu verkleinern.

[0040] Im Gegensatz dazu wird im Fall dieser Aus-
fihrungsform, wenn ein unerwiinschtes Signal durch
den Induktionsspulen-Chip 22 flielt, aufgrund eines
in dem Induktionsspulen-Chip 22 erzeugten Magnet-
flusses eine induzierte elektromotorische Kraft in ei-
ner Richtung entgegen derjenigen des unerwiinsch-
ten Signals in dem Induktionsspulen-Chip 23 erzeugt.
GleichermalRen wird, wenn ein unerwilnschtes Si-
gnal durch den Induktionsspulen-Chip 23 fliel3t, auf-
grund eines in dem Induktionsspulen-Chip 23 erzeug-
ten Magnetflusses eine induzierte elektromotorische
Kraftin einer Richtung entgegen derjenigen des uner-
wiinschten Signals in dem Induktionsspulen-Chip 22
erzeugt. Dementsprechend wird aufgrund der indu-
zierten elektromotorischen Kraft die Leistung des un-
erwlinschten Signals verringert. Auf diese Weise kon-
nen in dieser Ausfihrungsform, da die Leistung des
unerwiinschten Signals verringert wird, selbst dann,
wenn die Induktionsspulen L1 und L2 nahe beieinan-
der angeordnet sind, die Isoliereigenschaften hinrei-
chend aufrecht erhalten werden. Dementsprechend
kann das Hochfrequenzmodul 1 verkleinert werden.
Das heifdt, in dem Hochfrequenzmodul 1 dieser Aus-
fihrungsform kann eine Kompatibilitdt zwischen ei-
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ner Verkleinerung des Hochfrequenzmoduls 1 und
ausreichenden Isoliereigenschaften erreicht werden.

[0041] Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform
der vorliegenden Erfindung wird unten beschrieben.
In der folgenden Beschreibung werden Elemente mit
im Wesentlichen den gleichen Funktionen wie die der
Elemente der ersten Ausflihrungsform durch gleiche
Bezugszahlen bezeichnet, weshalb auf ihre Erlaute-
rung verzichtet wird. In der folgenden zweiten Aus-
fuhrungsform wird ebenfalls auf Fig. 1 Bezug genom-
men, auf die bereits bei der ersten Ausfihrungsform
verwiesen wurde.

(Zweite Ausfihrungsform)

[0042] Fig. 5 ist eine vereinfachte Grundrissansicht
eines Hochfrequenzmoduls gemal einer zweiten
Ausflhrungsform.

[0043] In der oben beschriebenen ersten Ausfih-
rungsform sind die Induktionsspulen-Chips 22 und
23 an Positionen angeordnet, an denen die Indukti-
onsspulen-Chips 22 und 23 die Erzeugung einer in-
duzierten elektromotorischen Kraft in den Induktions-
spulen-Chips 23 bzw. 22 induzieren, und der Indukti-
onsspulen-Chip 24, der die Induktionsspule L3 bildet,
ist an einer Position angeordnet, in der im Wesentli-
chen keine Erzeugung einer induzierten elektromoto-
rischen Kraft in dem Induktionsspulen-Chip 22 oder
23 induziert.

[0044] Im Gegensatz dazu hat der Induktionsspulen-
Chip 24 in dieser Ausfiihrungsform eine Polaritat. Der
Induktionsspulen-Chip 24 ist zwischen den Indukti-
onsspulen-Chips 22 und 23 angeordnet. Das heilt,
die Induktionsspulen-Chips 22 bis 24 sind linear an-
geordnet. Der Induktionsspulen-Chip 24 ist so ange-
ordnet, dass, wenn ein Signal an einen der Indukti-
onsspulen-Chips 22 und 23 angelegt wird, eine indu-
zierte elektromotorische Kraft in einer Richtung ent-
gegen der Richtung des Signals in dem Induktions-
spulen-Chip 24 erzeugt wird. Genauer gesagt, ist der
Induktionsspulen-Chip 24 so angeordnet, dass die
Richtung der Polaritat derjenigen des Induktionsspu-
len-Chips 22 und derjenigen des Induktionsspulen-
Chips 23 — vom Empfangsfilter 16 aus betrachtet —
entgegengesetzt ist.

[0045] Mit dieser Anordnung wird, wenn ein uner-
wilnschtes Signal durch den Induktionsspulen-Chip
22 flief3t, aufgrund eines in dem Induktionsspulen-
Chip 22 erzeugten Magnetflusses eine induzierte
elektromotorische Kraft in einer Richtung entgegen
der Richtung des unerwiinschten Signals nicht nur
in dem Induktionsspulen-Chip 23 erzeugt, sondern
auch in dem Induktionsspulen-Chip 24. Gleicher-
mafien wird, wenn ein unerwiinschtes Signal durch
den Induktionsspulen-Chip 23 flie3t, aufgrund ei-
nes in dem Induktionsspulen-Chip 23 erzeugten Ma-
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gnetflusses eine induzierte elektromotorische Kraft
in einer Richtung entgegen der Richtung des uner-
winschten Signals nicht nur in dem Induktionsspu-
len-Chip 22, sondern auch in dem Induktionsspulen-
Chip 24 erzeugt. Dementsprechend wird die Leistung
des unerwunschten Signals wirkungsvoll verringert.
Somit kénnen die Isoliereigenschaften weiter verbes-
sert werden.

[0046] Des Weiteren kann, da die Induktionsspulen-
Chips 22 bis 24 linear angeordnet sind, die Abmes-
sung einer Richtung senkrecht zur Anordnungsrich-
tung der Induktionsspulen-Chips 22 bis 24 kleiner ge-
halten werden als die in dem Hochfrequenzmodul der
oben beschriebenen ersten Ausflihrungsform.

(Modifiziertes Beispiel)

[0047] In den oben beschriebenen Ausfuhrungsfor-
men ist ein Beispiel besprochen worden, wo das
Hochfrequenzmodul einen einzelnen Wellenteiler-
chip enthalt. Jedoch ist die vorliegende Erfindung
nicht auf diese Konfiguration beschrankt. Ein Hoch-
frequenzmodul der vorliegenden Erfindung kann
mehrere Wellenteiler-Chips enthalten. Ein Hochfre-
quenzmodul der vorliegenden Erfindung kann auch
einen weiteren Filter-Chip zuséatzlich zu mindestens
einem Wellenteilerchip enthalten.

[0048] Die vorliegende Erfindung wird unten anhand
der Veranschaulichung eines konkreten Beispiels na-
her beschrieben. Jedoch ist das folgende Beispiel nur
eine Veranschaulichung, und die vorliegende Erfin-
dung ist in keiner Weise auf das folgende Beispiel be-
schrankt.

(Erstes Beispiel)

[0049] In diesem Beispiel wurde ein Hochfrequenz-
modul mit im Wesentlichen der gleichen Konfigurati-
on wie das Hochfrequenzmodul der oben beschriebe-
nen zweiten Ausfiihrungsform hergestellt. Als der Du-
plexer wurde ein Duplexer fur UMTS-Band5 verwen-
det. Die differenziellen Isoliereigenschaften beziig-
lich einer differenziellen Isolierung von einem Sende-
signalanschluss zu Empfangssignalanschlissen des
Hochfrequenzmoduls des ersten Beispiels sind in

Fig. 6 gezeigt.
(Zweites Vergleichsbeispiel)

[0050] In einem zweiten Vergleichsbeispiel wurde
ein Hochfrequenzmodul mit einer Konfiguration ahn-
lich dem oben beschriebenen ersten Beispiel herge-
stellt, aulRer dass die Polaritat des Induktionsspulen-
Chips 24 der des ersten Beispiels entgegengesetzt
war. Der Induktionsspulen-Chip 24 ist so angeordnet,
dass, durch Umkehren der Polaritat des Induktions-
spulen-Chips 24, die Polaritat des Induktionsspulen-
Chips 24 die gleich ist wie die des Induktionsspulen-
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Chips 22 und die des Induktionsspulen-Chips 23 -
vom Empfangsfilter 16 aus betrachtet. Die differen-
ziellen Isoliereigenschaften bezuglich einer differen-
ziellen Isolierung von einem Sendesignalanschluss
zu Empfangssignalanschlissen des Hochfrequenz-
moduls des zweiten Vergleichsbeispiels sind in Fig. 6
gezeigt.

[0051] Die Ergebnisse von Fig. 6 zeigen, dass die
differenziellen Isoliereigenschaften weiter verbessert
werden kénnen, indem man den Induktionsspulen-
Chip 24 so anordnet, dass die Polaritat des Induk-
tionsspulen-Chips 24 derjenigen des Induktionsspu-
len-Chips 22 und des Induktionsspulen-Chips 23 ent-
gegengesetzt ist — vom Empfangsfilter 16 aus be-
trachtet.

Bezugszeichenliste

1 Hochfrequenzmodul

1" antennenseitiger Anschluss

12 Sendesignalanschluss

13a erster empfangssymmetri-
scher Signalanschluss

13b zweiter empfangssymmetri-
scher Signalanschluss

15 Ubertragungsfilter

16 Empfangsfilter

16a erster symmetrischer Signal-
anschluss

16b zweiter symmetrischer Si-
gnalanschluss

20 Montageplatte

21 Duplexer-Chip

22 bis 25, 30 Induktionsspulen-Chip

31 Identifikationsmarke

32 innere Elektrode

33 erste aulRere Elektrode

34 zweite dulRere Elektrode

L1 bis L6 Induktionsspule
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Patentanspriiche

1. Hochfrequenzmodul, umfassend: einen anten-
nenseitigen Anschluss, der mit einem Antennenan-
schluss verbunden ist, einen Sendesignalanschluss,
einen ersten und einen zweiten empfangssymmetri-
schen Signalanschluss, ein Ubertragungsfilter, das
zwischen dem Antennenanschluss und dem Sende-
signalanschluss verbunden ist, ein Empfangsfilter,
das zwischen dem Antennenanschluss und dem ers-
ten und dem zweiten empfangssymmetrischen Si-
gnalanschluss verbunden ist, wobei das Empfangsfil-
ter eine Symmetrie-Asymmetrie-Umwandlungsfunk-
tion besitzt, und mehrere Induktionsspulen, die zwi-
schen dem Empfangsfilter und dem ersten und dem
zweiten empfangssymmetrischen Signalanschluss
verbunden sind, wobei
das Hochfrequenzmodul umfasst:
eine Montageplatte,
einen Wellenteilerchip, der auf einer Hauptflache der
Montageplatte montiert ist und das Ubertragungsfilter
und das Empfangsfilter enthalt, und
mehrere Induktionsspulen-Chips, die auf einer
Hauptflache der Montageplatte montiert sind und die
Induktionsspulen enthalten, und
wobei unter den mehreren Induktionsspulen-Chips
zwei Induktionsspulen-Chips, die nebeneinander an-
geordnet sind, jeweils eine Polaritadt haben und so an-
geordnet sind, dass Richtungen der Polaritaten —vom
Empfangsfilter aus betrachtet — einander entgegen-
gesetzt sind.

2. Hochfrequenzmodul nach Anspruch 1, umfas-
send:
einen ersten Induktionsspulen-Chip, der eine ers-
te Induktionsspule enthalt, die zwischen dem Emp-
fangsfilter und dem ersten empfangssymmetrischen
Signalanschluss verbunden ist, und
einen zweiten Induktionsspulen-Chip, der eine zwei-
te Induktionsspule enthalt, die zwischen dem Emp-
fangsfilter und dem zweiten empfangssymmetrischen
Signalanschluss verbunden ist,
wobei der erste und der zweite Induktionsspulen-
Chip nebeneinander angeordnet sind.

3. Hochfrequenzmodul nach Anspruch 1 oder 2,
umfassend:
einen ersten Induktionsspulen-Chip, der eine ers-
te Induktionsspule enthalt, die zwischen dem Emp-
fangsfilter und dem ersten empfangssymmetrischen
Signalanschluss verbunden ist,
einen zweiten Induktionsspulen-Chip, der eine zwei-
te Induktionsspule enthalt, die zwischen dem Emp-
fangsfilter und dem zweiten empfangssymmetrischen
Signalanschluss verbunden ist, und
einen dritten Induktionsspulen-Chip, der eine dritte
Induktionsspule enthalt, die zwischen einem Knoten
zwischen der ersten Induktionsspule und dem Emp-
fangsfilter und einem Knoten zwischen der zweiten
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Induktionsspule und dem Empfangsfilter verbunden
ist,

wobei der erste und der dritte Induktionsspulen-Chip
nebeneinander angeordnet sind und der zweite und
der dritte Induktionsspulen-Chip nebeneinander an-
geordnet sind.

4. Hochfrequenzmodul nach Anspruch 3, wobei
der dritte Induktionsspulen-Chip so angeordnet ist,
dass — vom Empfangsfilter aus betrachtet — eine
Richtung einer Polaritat des dritten Induktionsspulen-
Chips einer Richtung einer Polaritét des ersten In-
duktionsspulen-Chips entgegengesetzt ist und eine
Richtung einer Polaritat des zweiten Induktionsspu-
len-Chips.

5. Hochfrequenzmodul nach Anspruch 3 oder 4,
wobei der dritte Induktionsspulen-Chip zwischen dem
ersten Induktionsspulen-Chip und dem zweiten In-
duktionsspulen-Chip angeordnet ist.

6. Hochfrequenzmodul nach einem der Anspriiche
1 bis 5, wobei das Empfangsfilter ein Iangsgekoppel-
tes Filter fUr elastische Wellen vom Resonatortyp ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen

FIG. 1
1
21
o
R A
15 B
‘ i ' 12
— 000 iD)—I—ﬂJ——O/Tx.
| = [é: él o R
T T |
H , - - -
| i\Ls L6
Ant.
. 1/6
L L _ _ - _
v 16;] L1
' :"E | JI—/U%\—: Rx.1
—{D}_:E'E S-j-g "' I_____}\‘:"22\,|3a
| -2
1813
4 23
! :|'B R :--—¢: Rx.2
,“"‘”%E”j TN
16b L2
FIG. 2 '
20

Gnd :__ M

9/11



DE 11 2012 000 737 TS 2013.11.14

FIG. 3

"FIG. 4
121 122
// (
|
Tx Ret | i
R )
Ant.
Gnd |

123

10/11



DE 11 2012 000 737 TS 2013.11.14

FIG. 5
20 21 2(2
R(‘] ll/\’
!
Tx [: T
-|_ i ,/‘“\\/ 24
\1 —]
=
=
Ant. R I
i
and||l
(\ )
FIG. 6
Tx—Rx DIFFERENTIELLE ISOLIEREIGENSCHAFTEN
10
O -
10 F
S 20t
2
2 30 |
T 40t
= ZWEITES VERGLEICHSBEISPIEL
S 50 p
O )
5 60 A~
0 N \
) g ‘ ’
z °r , i Sl ! i :"‘T‘
] T L0 1 . [ WAL A -
w80 Py -“.'“il ERSTE AUSFUHRUNGSFORM i n p
90 1 1 L [
760 800 840 880 920 960

FREQUENZ (MHz)

11/11



	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

